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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是 GB/T19247《印制板组装》的第6部分。GB/T19247已经发布了以下部分:
———第1部分:通用规范 采用表面安装和相关组装技术的电子和电气焊接组装的要求;
———第2部分:分规范 表面安装焊接组装的要求;
———第3部分:分规范 通孔安装焊接组装的要求;
———第4部分:分规范 引出端焊接组装的要求;
———第6部分:球栅阵列(BGA)和盘栅阵列(LGA)焊点空洞的评估要求及测试方法。
本文件修改采用IEC61191-6:2010《印制板组装 第6部分:球栅阵列(BGA)和盘栅阵列(LGA)

焊点空洞的评估要求及测试方法》。
本文件与IEC61191-6:2010相比做了下述结构调整:
———附录A对应IEC61191-6:2010中的附录C;
———附录C对应IEC61191-6:2010中的附录A。
本文件与IEC61191-6:2010的技术差异及其原因如下:
———将规范性引用的IEC60194:2006改为IEC60194-1:2021和IEC60194-2:2017,原引用IEC

术语标准已进行了拆分;
———删除了术语“球栅阵列”和“盘栅阵列”,IEC60194-2:2017有了明确的界定;
———增加了A型(器件来料时焊球内空洞)、B型(器件来料时焊球/器件界面空洞)两种空洞类型

(见4.5),便于空洞识别以及空洞评估;
———增加了X射线设备的灰度技术指标(见5.1),灰度对焊点及空洞的观察、测量及计算精度有非

常重要的影响;
———将IEC61191-6:2010附录A中的表A.3和表A.4添加到本文件第7章,作为表3“BGA焊点

中空洞评估准则”和表4“LGA焊点中空洞评估准则”,便于本文件的应用。
本文件做了下列编辑性改动:
———删除了第1章范围最后一段内容;
———更改5.3中焊点及空洞的测量过程程序,进行了明确的操作工序定义;
———增加了表2的表头。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第二十研究所、中国电子标准化研究院。
本文件主要起草人:张晟、张裕、赵文忠、聂延平、姚成文、金星、张飞、刘冰、曹易。
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引  言

  印制板组装是电子产品的基础组成技术,印制板组装工艺是电子制造的基础工艺。为了保证电子

产品高质量制造过程控制,促进电子和电气焊接互联及组装技术的发展,建立统一的组装技术要求和操

作规范是印制板组装的首要任务。在这方面,我国已经建立了印制板组装国家标准体系,在该标准体系

中,GB/T19247《印 制 板 组 装》是 指 导 我 国 电 子 产 品 印 制 板 组 装 的 基 础 性 和 通 用 性 的 标 准。

GB/T19247旨在规定普遍适用于印制板表面安装焊接、通孔安装焊接、引出端焊接、球栅阵列和盘栅阵

列焊点空洞的评估要求及测试方法的要求,拟由以下部分构成。
———第1部分:通用规范 采用表面安装和相关组装技术的电子和电气焊接组装的要求。目的在

于规定高质量电子和电气焊接互联和组装的材料、方法及检验判据所采用表面安装和相关组

装技术的要求。
———第2部分:分规范 表面安装焊接组装的要求。目的在于规定适用于整体式安装、通孔安装、

芯片安装、引出端安装组装中表面安装的焊接连接要求。
———第3部分:分规范 通孔安装焊接组装的要求。目的在于规定适用于表面组装、芯片组装、端

接组装中引线与通孔安装焊接组装的要求。
———第4部分:分规范 引出端焊接组装的要求。目的在于规定适用于表面组装、芯片组装、端接

组装中引出端和导线互联焊接组装的要求。
———第6部分:球栅阵列(BGA)和盘栅阵列(LGA)焊点空洞的评估要求及测试方法。目的在于规

定适用于印制板组件上球栅阵列、盘栅阵列、倒装芯片和多芯片组件焊点空洞评估要求,以及

利用X射线观察法测定空洞的方法。
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/97522421123

1011303

https://d.book118.com/975224211231011303
https://d.book118.com/975224211231011303

